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(g) Halbleiterbauelementeanordnung 

@ Es ist eine Halbleiterbauelementeanordnung vorgese- 
hen, die aus einem Halbleiterbauelement (1) und einem 
Kuhleiement (2) besteht. Das Kuhleiement (2) und das 
Halbleiterbauelement (1) weisen zur genauen Positloni'e- 
rung an entsprechenden Stellen einen ersten und zweiten 
Teil eines Ausrichtelementes auf, so dal£ die Gesamtan- 
ordnung genau positioniert auf einer Leiterplatte ange- 
ordnet warden kann. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterbauelementeanord- 
nung gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs I . 

In jiingster Zeit wurden verschiedene neue Gehausefor- 
men fur Halbleiterbauelemente entwickelt. Dabei ist eben- 
falls die sog, VSMP-(Verticai Surface Mount Package)Ge- 
hauseform entwickelt worden. Diese ist insbesondere fiir 
neue Speicherbausteine vorgesehen. Es hat sich gezeigt, daB 
das Vorsehen eines Kiihlkorpers bei derartigen Halbleiter- 
bauelementen in Abhangigkeit von der Anwendung notwen- 
dig ist. Aus diesem Grunde ist fiir die VSMP-Baufonn op- 
tional ein Kiihlkorper vorgesehen, der an den Enden jeweils 
einen Stift aufweist, der zum Positionieren in der Leiter- 
platte dient. Bine derartige bekannte Anordnung ist in Fig. 3 
datgestellL Bei der Montage werden die Stifte 3 des KUhl- 
korpers 2 in Bohrungen der Platine gesteckt, wodurch sie 
zum einen die Position der Halbleiterfoauelementeanord- 
nung aus Kuhlkorper 2 und Halbleiteibauelement 1 auf der 
Platine und zum anderen die Standfestigkeit fur das weitere 
Handling der Platine gewahrleisten. 

Da die Position der Halbleiterbauelementeanordnung auf 
der Platine und somit die Position der AnschluBbeine des 
Halbleiterbauelements 1 auf Lotflecken der Platine durch 
die Stifte 3 des Kuhlkorpers gew^Ieistet wird, ist eine ge- 
naue Positionierung des Kuhlk5rpers 2 innerhalb der Halb- 
leiterbauelementeanordnung erforderlich. Da der Abstand 
zwischen den AnschluBbeinchen bzw. Leads bei dem sog. 
VSMP-Gehause 0,4 mm betragt, und diese abwechselnd zu 
einer Gehauseseite weggefuhrt sind, ergibt sich auf jeder 
Seite ein Abstand von 0,8 mm. Bs ist ersichtlich, dafi es bei 
ungenugender Positionieigenauigkeit des KUhlkdrpers in- 
nerhalb der Halbleiterbauelementeanordnung leicht bei der 
Bestuckung der Platine mit der Bauelementeanordnung zu 
Kurzschlussen bzw. Kontaktfehler (Lead hat keinen Kontakt 
zum Ldtfleck auf der Platine) zwischen den Leads und somit 
zu AusMlen kommen kann. 

Um diesen Nachteil zu umgehen, ist es denkbar, daB das 
Kiihlelement bereits beim UmhiillprozeB an das Gehause 
mit angespritzt wird, was jedoch den Herstellungsvorgang 
verteuert, wobei nicht bei jedem Halbleiterbauelement mit 
VSMP-Bauform ein Kuhlkorper zwingend notwendig ist. 
Um das zu umgehen, ware es notwendig unterschiedliche 
Herstellungsschritte bzw. Anordnungen fiir den selben 
VSMP-Bauformtyp vorzusehen. 

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine 
Halbleiterbauelementeanordnung vorzusehen, bei der mit 
einfachen Mitteln positioniergenau wahlweise ein Kiihlele- 
ment vorgesehen werden kann. Diese Aufgabe wird erfin- 
dungsgemaB in vorteilhafter Weise mit den MaBnahmen ge- 
maB Paten tan sprue h 1 gelost. Durch das Vorsehen eines 
Ausrichtelementes wird das Kiihlelement zum Gehause des 
Halbleiterbauelementes genau positioniert, so daB es bei der 
Anordnung auf der Platine nicht zu Kurzschlussen fuhren 
kann. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
in den untergeordneten Anspruchen angegeben. Ein zweiter 
Teil des Ausrichtelementes kann mittels eines Moldwerk- 
zeuges bei der Herstellung, d. h. beim PreBmassenumschluB 
bereits erzeugt werden. Dabei entspricht die Ausformung 
des Moldwerkzeuges der Ausformung des spater verwende- 
ten Kiihlelementes. Auf diese Weise kann ein erster Teil des 
Ausrichtelementes am Kiihlelement positioniergenau in den 
zweiten Teil des Ausrichtelementes im Gehause eingreifen, 
wodurch mit einfachen Mitteln die genaue Positionierung 
erreicht ist. Durch das Vorsehen von zumindest einem zwei- 
ten Ausrichtelementes ist die genaue Positionierung weiter 
vereinfacht. 



Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeicbnung naher 
erlautert. 

Es zeigen: 

5 Fig. 1 ein Kiihlelement und ein Halbleiterbauelement der 
erfindungsgemaBen Halbleiterbauelementeanordnung, 

Fig. 2 eine schnittbildliche Darstellung eines Ausrichtele- 
mentes und 

Fig. 3 ein bekanntes VSMP-Gehause mit KiihlelemenL 

10 In Fig. I ist ein grundsatzlich iibliches Halbleiterbauele- 
ment 1 in VSMP-Bauform daigestellt. Daneben ist ein 
Kuhlelement 2 mit Positionierstiften 3 daigestellt. Dieses 
Kiihlelement ist vorgesehen, um fiachig mit dem Halbleiter- 
bauelement 1 verbunden zu werden. Bei der gemeinsamen 

IS Anordnung auf einer Leiterplatte (nicht daigestellt) werden 
zur Positionierung die Positionierstlfte 3 in entsprechende 
Offnungen in der Leiterplatte eingefiihrt. Weiterhin sind 
Ausrichtelemente 4a, 4b vorgesehen, wobei ein erster Teil 
4b am Kuhlelement ausgebildet ist und ein zweiter Teil 4a 

20 im Gehause des Halbleiterbauelementes 1 ausgebildet ist. 
Der erste und der zweite Teil sind dabei so ausgebildet, daB 
sie beim Zusammenfugen zu einer Einheit ineinandeigreifen 
und somit die Lagepositionierung fest vorgegeben ist. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn wenigstens zwei Aus- 

25 richtelemente, wie dargestellt vorgesehen sind, wobei diese 
nicht direkt nebeneinander auf einer Hohe voigesehen sein 
mussen. Es ist ebenfalls ein diagonaler Versatz denkbar. 

In Fig. 2 ist die Ausbildung der Ausrichtelemente im 
Schnitt kegelstumpfformig dargestellt. Es ist zu erkennen, 

30 daB der zweite Teil 4a im Gehause 1 als eine Art Ausneh- 
mung ausgebildet ist, in die der erste Teil 4b des Kiihlele- 
mentes in Form eines Vorsprungs derart biindig eingreift, 
daB die Flanken des Vorsprunges genau an den Flanken der 
Ausnehmung anliegen. Wie in Fig. 2 dargestellt ist, ist es da- 

35 bei vorteilhaft, wenn die Tlefe der Ausnehmung groBer als 
die Hohe des Vorsprungs ist, damit das Kuhlelement 2 mit 
Sicherheit auf der Oberflache des Gehauses 1 zum Auflie- 
gen kommt. 

Eine derartige Ausgestaltung laBt sich insbesondere be- 

40 reits beim PreBmassenumschlieBen leicht herstellen. Dabei 
wird ein Halbleiterchip zusammen mit den AnschluBele- 
menten bzw. Leads in einem sogenannten Moldwerkzeug 
innerhalb einer Kavitat angeordnet. Durch Zufiihren von 
PreBmasse in diese Kavitat wird der Halbleiterchip von der 

45 PreBmasse umgehen, wobei nach einem Ausharten das Ge- 
hause hergesteUt ist. Weist nunmehr das Moldwerkzeug im 
Bereich der Kavitat einen Vorsprung auf, der dem Vorsprung 
des Kuhlelementes entspricht, so bildet sich sogleich der ge- 
wiinschte zweite Teil des Ausrichtelementes 4a aus. Das 

50 Kiihlelement 3 ist beispielsweise in Form eines diinnen B le- 
ches vorzusehen, das mittels Stanztechnik in die ge- 
wiinschte Form gebracht wird. Dabei kann im selben Ar- 
beitsgang der erste Teil 4b des Ausrichtelementes in der ge- 
wunschten Form und an der genauen Stelle angeordnet wer- 

55 den. 

Es ist genauso denkbar, daB am Gehause durch geeignete 
Ausgestaltung des Moldwerkzeugs im Bereich der Kavitat 
ein Vorsprung erzeugt wird und eine umgekehrte Ausneh- 
mung folglich im Kuhlkorper vorzusehen ist. Welche der 
60 beiden vorgestellten Formen zu wahlen ist, ist grundsatzlich 
gleichgiiltig. 

Patentanspriiche 

65 1. Halbleiterbauelementeanordnung mit einem Halb- 
leiterbauelement (1), daB aus einem Halbleiterchip und 
einem den Halbleiterchip umgebenden Gehause be- 
steht, wobei das Gehause (1) von zwei gegeniiberlie- 
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genden Hauptflachen und die Haupiflachen verbinden- 
den Seitenflachen begrenzt ist, dadurch gckennzeich- 
net, daB auf einer der Hauptflachen ein Kuhlelement 
flachig angeordnet ist, das mittels eines Ausrichtele- 
mentes in einer vorbestimmten SteLLung mit dem Ge- 5 
hause verbunden ist. 

2. Halbleiterbauelementeanordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dalB das Kuhlelement einen 
ersten Teil (4b) des Ausrichtelementes aufweist, das 
mit einem zweiten Teil (4a) des Ausrichtelementes am lO 
Gehause in Eingriff steht. 

3. Halbleiterbauelementeanordnung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehause aus PreB- 
masse gebildet ist, wobei der zweite Teil (4a) des Aus- 
richtelementes am Gehause bereits beim PreBmassen- is 
einschluB durch eine entsprecbende Ausformung eines 
Moldwerkzeuges ausgebildet ist. 

4. Halbleiterbauelementeanordnung nach Anspruch 2 
Oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB mehrere Ausricht- 
elemente (4a, 4b) zum Ausrichten des Kiihlelementes 20 
(2) am Gehause (1) jeweils voigesehen sind. 
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Abstract 



The arrangement has a semiconductor component comprising a semiconductor chip and a housing (1 ) which contains the chip. 
The housing is defined by two opposing main surfaces and side surfaces connecting the main surfaces. A cooling element is 
arranged flat on one of the main surfaces. The cooling element (2) is connected with the housing in a predetermined position by 
means of an alignment element. The cooling element has a first part of the alignment element in engagement with a second part of 
the alignment element on the housing. The housing is preferably moulded. Several alignment elements may be provided for 
aligning the cooling element on the housing. 
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